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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 10: Mechanical shock — Device and subassembly
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hternational Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization,Cg
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IEC 60
an Inte

eration on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this
lition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications,"Pechnical
Cly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEGPublication(s
ration is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interestéd’in the subject g
articipate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organization|
he IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the\lnternational Organiz
ardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organiz

prmal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as-nearly as possible, an inte
ensus of opinion on the relevant subjects since each technical ,committee has representation
sted IEC National Committees.

Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC
hittees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical contej
Cations is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or
terpretation by any end user.

Her to promote international uniformity, IEC National” Committees undertake to apply IEC Pul
barently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence
EC Publication and the corresponding national ¢ regional publication shall be clearly indicated in

tself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide c
sment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsiblg
Ces carried out by independent certification bodies.

ers should ensure that they have_theVlatest edition of this publication.

hbility shall attach to IEC or its\directors, employees, servants or agents including individual exq
bers of its technical committées*and IEC National Committees for any personal injury, property d4
damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal f
hses arising out of the\publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any o
Cations.

tion is drawn to the jNormative references cited in this publication. Use of the referenced publid
ensable for theleorrect application of this publication.

tion is drawf te-the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject
. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
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This standard is based upon JEDEC document JESD22-B110. It is used with permission of the
copyright holder, JEDEC Solid State Technology Association.

This edition cancels and replaces the first edition published in 2002. This edition includes the
following significant technical changes with respect to the previous edition:

a) covers both unattached components and components attached to printed wiring boards;

b) tolerance limits modified for peak acceleration and pulse duration;

c) mathematical formulae added for velocity change and equivalent drop height.
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The text of this International Standard is based on the following documents:

Draft Report on voting

47/2752/FDIS 47/2760/RVD

Full information on the voting for its approval can be found in the report on voting indicated in
the above table.

The language used for the development of this International Standard is English.
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Mechanical and climatic test methods, can be found on the IEC website.

The copnmittee has decided that the contents of this document will remain unchanged yntil the
stability date indicated on the IEC website under "http://webstor€.iec.ch” in the data related to
the spgcific document. At this date, the document will be
e reconfirmed,

e withdrawn,

o replaced by a revised edition, or

e amg¢nded.

IMPORTANT - The "colour inside™logo on the cover page of this document indjcates
that it contains colours which dre considered to be useful for the correct understanding
of its [contents. Users should;therefore print this document using a colour printerr.
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 10: Mechanical shock — Device and subassembly

1 Scope

This p printed
wiring |poards for use in electrical equipment. The method is intended to detefm|ne the
compatfibility of devices and subassemblies to withstand moderately severe shocks: The use of
subasspmblies is a means to test devices in usage conditions as assembled to‘printed wiring
boards| Mechanical shock due to suddenly applied forces, or abrupt change in motion prpduced
by hanglling, transportation or field operation can disturb operating characteristics, partl{cularly
if the shock pulses are repetitive. This is a destructive test intended for device qualification.

2 Ndrmative references

There are no normative references in this document.

3 Tefms and definitions

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the fgllowing
addressges:

e |EC| Electropedia: available at http://www-.electropedia.org/

e |ISO Online browsing platform: available at http://www.iso.org/obp

31

component

constitdient part of device or subassembly

Note 1 tq entry: Examples include source and drain regions as components of transistors, lead frames anfl dice as
compongnts of packaged integrated circuits, resistors and integrated circuits as components of printed circuift boards,
motherbgards as components of computers, LCD screens as components of monitors, ac and dc compgnents of
complex |waveforms, and-loops and algorithms as components of software programs.

Note 2 tq entry: «The classification of an item as a device or a component depends upon the intention of the owner
at the time of classification.

3.2

dead-bug orientation

orientation of a package with the terminals facing upwards

3.3
device

piece of equipment, mechanism, or other entity designed to serve a special purpose or perform

a speci

Note 1 to entry:

al function

The term device is often used as an abbreviated reference to the type or types of solid-state devices

that are within the scope of those documents. Context could indicate otherwise; e.g., in the phrase 'the device used
to hold the device under test’, the first usage of the word 'device’ refers to a mechanism; the second to a solid-state

device.

Note 2 to entry: The classification of an item as a device or as a component depends upon the intention of the

owner at

the time of classification.


https://iecnorm.com/api/?name=f2b73c4072ed77b92b05cfcc9959955a

-6 - IEC 60749-10:2022 © |IEC 2022

3.4

equivalent drop height

free-fall drop height from which an object at rest must fall, in vacuum, under standard gravity,
to attain a velocity equal to the velocity change stated in the test specification

Note 1 to entry: This is the theoretical height that will impart the specified velocity change if impact with zero
rebound occurs. This height is provided for reference only in the various service conditions.

3.5

free state

state in which a device or subassembly is rigidly attached to the test apparatus so that the full
specified shock level is transmitted to the device or subassembly body

3.6
live-bulg orientation
orientation of a package when resting on its terminals

3.7

mounted state

state irIwhich a subassembly is supported by a test fixture that allows:flexure to simulate usage
conditipns and in a manner such that the full specified shock-level is transmitted| to the

subassembly body

3.8
peak apceleration
maximym acceleration during the dynamic motion of the sample under test

3.9
pulse duration
Iq
time inferval between the instant when thecacceleration first reaches 10 % of its specifigd peak
level and the instant when the acceleration first returns to 10 % of the specified peak level after
having reached that peak level

Note 1 tq entry: The basic frequency ofsthe pulse is 1/2 x ¢.

3.10
service¢ condition
designation for the severity of stress

3.11

subasgembly
printeg]circuit board and the devices assembled thereon that form a unit or segment of elrctrical

ent

equip

Note 1 to entry: Devices are preferably located near the centre of the printed circuit board.

3.12

velocity change

integral of the acceleration interval over the duration of the entire shock event including at least
the pulse duration interval

3.13
vertical direction
direction that is parallel with gravity, i.e., normal to the normalized surface of the earth
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4 Apparatus

The shock-testing apparatus shall be capable of providing shock pulses with a peak
acceleration of up to 29 000 m/s2, a velocity change of 1,00 m/s to 5,44 m/s and a pulse
duration between 0,3 ms and 8,0 ms to the body of the device. For free-state testing, a velocity
change of 1,25 m/s to 5,44 m/s and a pulse duration between 0,3 ms and 2,0 ms is sufficient.
Conversely, for mounted-state testing, apparatus capable of a velocity change of 1,00 m/s to
5,44 m/s and a pulse duration between 5,0 ms and 8,0 ms to the body of the device is sufficient.

The acceleration pulse shall be a half-sine waveform with an allowable deviation from specified
peak acceleration not greater than + 10 %. The test velocity change shall be + 10 % of the

specifi

dlevel The pnlcn durationshall be measured between the pninfc at 10 % of th

e peak

acceler
toleran
transdu
being ¢
5 times
of good

Approp|
conforn
units is
If calib
should

5 Prq

51 4

The sh
and leyv
to “bol
subass
acceler
Table 1
If shoc
of 12 s
duratio
negativ
device

The va
followirn

ation during rise time and 10 % of the peak acceleration during decay timefA
ces of the pulse duration shall be = 15 % of the specified duration. The test. equ
cer shall have a natural frequency greater than 5 times the frequency of the shoc
stablished, and measured through a low-pass filter having a bandwidih’ great
the frequency of the shock pulse being established. Filtering shallnot be used
measurement setup and procedure practices.

riate equipment calibration shall be considered prior to‘“Jany testing to
nance to the specified targets and acceptable tolerances. Reserving a set of know
recommended for pre-test calibration exercise whenevernew samples are to be
ation tests are conducted regularly, then following periodical preventive maint
suffice for the equipment to meet the target and tolerance limits.

bcedure

Apparatus set-up

bck-testing apparatus shall be attached to a sturdy laboratory table or equivale
elled before use. Means shall be provided to prevent the shock from being repea
nce” in the apparatus. In the“free state unless otherwise specified, the de
embly shall be subjected to-atotal of 30 shocks, which are five shock pulses of th
ation, velocity change and.pulse duration specified in the selected service conditi
) in each of the positive-and negative directions of three orthogonal axes (X, Y

testing is required in the mounted state, the subassembly shall be subjected tg
nocks, which are(two shock pulses of the peak acceleration, velocity change an
N specified in the selected service condition (see Table 2) in each of the posit

prientatiofi/-positive and negative directions for the three orthogonal axes.

ues(associated with the service conditions of Table 1 and Table 2 are related
giformulae:

bsolute
ipment
k pulse
er than
in lieu

ensure
n good
tested.
enance

nt base
ed due
vice or
e peak
bn (see
and Z).
a total
d pulse
ve and

e directions.of ‘three orthogonal axes (X, Y and Z). Figure 1 and Figure 2 defline the

by the

2At¢

Av

B 0,5(Av)2
9,81

(1)

(2)
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where
Av is the velocity change,
A is the acceleration level (peak),

t is the duration of pulse,

p
H is the equivalent drop height.

Rotate live-bug 180° about x-axis to dead bug.

¢
Y+
#X+ %
\ A A

Figure 1 — Live-bug orientation withvsolder spheres of device facing
downward in eitherfree or mounted state

L7

Figure 2 — Dead-bug orientation with solder spheres of device
facing upward in either free or mounted state

There are two types of tests that can be performed, based on the test information needed. One
is testing of a device or subassembly in the free-state, and another is testing of a subassembly
in a mounted-state.

Devices or subassemblies subjected to the test shall be randomly selected and typical of
production. In the free-state, the device or subassembly shall be rigidly attached to the test
apparatus, so that the full specified shock level is transmitted to the device or subassembly
body. If the mounted state test is performed, the method of mounting to the test apparatus shall
be typical of the usage condition. If device or subassembly rework, reuse, remounting, burn in,
or other stressful process is possible, such a process or processes shall be applied to the
device or subassembly prior to the shock test. Use of such processes in the test hardware
preparation shall be documented.
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5.2 Device or subassembly in free-state

Devices or subassemblies to be tested in the free state shall be subjected to at least one of the
service conditions (A to H) shown in Table 1, which shall be documented. The designated shock
shall be applied to the device or subassembly body in a manner to simulate expected impacts
during processing, packaging, and shipment. The device or subassembly shall be rigidly
attached to the test apparatus in such a manner that it experiences the full-specified shock level
at the device or subassembly body. At least five shocks in each of two directions of three
orthogonal axes shall be applied (minimum total of 30 shocks) at the severity of the designated
service condition.

Table 1 — Device or subassembly free state test levels

Acceleration level . . Equivalent drop
Duration of pulse Velocity change ¢ J‘
Test ¢ondition (peak)® height
m/s? (9) ms m/s m
H 28 450 (2 900) 0,3 5,43 1,50
G 19 620 (2 000) 0,4 4,99 1,27
B 14 720 (1 500) 0,5 4,68 1,12
F 8 830 (900) 0,7 3,93 0,79
A 4910 (500) 1,0 3,12 0,50
E 3 340 (340) 1,2 2,55 0,33
D 1960 (200) 1,5 1,87 0,18
C 980 (100) 2,0 1,25 0,08

a g, standard gravity has a value of 9,81 m/s? and multiples' of g are used as an alternative unit of accejeration
levgl

5.3 $ubassembly in mounted state

If required, subassemblies shall alse be tested in a mounted state, subject to at least|one of
the seryice conditions (1 to 14)-shown in Table 2, which shall be documented. The des|gnated
shock dhall be applied to the subassembly mounted to the test apparatus with fixtures that allow
flexure|to simulate the usage’ conditions, and in a manner such that the full specifieq shock
level is| transmitted to theysubassembly body. Preferred methods to support the subassembly
are a s|otted/clamping 'picture frame', or a raised-boss bolted fixture with contact pointq in four
regiond not closer than one inch from any device. The subassembly, supporting method, test
fixture |mounting{dimensions, and one or more of the lowest resonant frequencies| of the
subasspmbly shall be documented. At least two shocks in each of two directions df three
orthoggnal axes shall be applied (minimum total of 12 shocks) at the severity of the des|gnated
service| condition.

The optimum test is performed when the subassembly is mounted in a manner that simulates
the application configuration. If that information is unknown or unavailable, a recommended
printed wiring board for testing the device(s) of the subassembly is the JEDEC standard thermal
card (as described in JEDEC Standards JESD51-9, JESD51-10, and JESD51-11), which shall
be modified to include device and connection functionality circuitry.

Alternately, if the size or construction of the JEDEC thermal card is not suitable for the given
device(s), a printed wiring board shall be used with the dimensions, materials, and construction
typical for the device subassembly usage, and shall include electrical circuitry to test for
functionality, continuity, and damage of the device on the subassembly. The dimensions and
construction of the printed wiring board shall be documented. Test results using subassembly
application hardware are most relevant and should take precedence over results obtained using
test vehicles.
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Table 2 — Subassembly mounted state test levels

C 2022

Acceleration level . . Equivalent drop
Duration of pulse Velocity change R
Test condition (peak)® : Y 9 height
m/s? (9)2 ms m/s m
1 1070 (109) 8.0 5,44 1,51
2 1060 (108) 7.5 5,06 1,30
3 1050 (107) 7.0 4,68 1,11
4 1030 (105) 6.5 4,26 0,93
5 1010 (103) 6.0 3,86 0,76
6 932 (95) 5.8 3,44 0,60
7 844 (86) 5.6 3,01 0/46
8 706 (72) 5.4 2,43 0,30
9 657 (67) 5.3 2,22 0,25
10 598 (61) 5.2 1,98 0,20
11 530 (54) 5.1 1,72 0,15
12 441 (45) 5.0 1,40 0,10
13 383 (39) 5.0 1,22 0,08
14 314 (32) 5.0 1,00 0,05
a g, sfandard gravity has a value of 9,81 m/s? and multiples of g-are used as an alternative unit of acceleration
levdl
5.4 Tleasurements
Hermeficity tests, if required, visual examination and electrical measurements (consisting of
paramgtric and functional tests) shall be-performed.
6 Fajlure criteria
A devige or subassembly.shall be considered as a failure if hermeticity requirements| where
applicaple, cannot be démonstrated, if parametric limits are exceeded or if functionality|cannot
be demonstrated unden the conditions specified in the applicable procurement dogument.
Mechanical damage,'such as cracking, chipping or breaking of portions of the device shiall also
be congidered a failure provided such damage was not caused by fixturing or handling and the
damage is critical to performance in the specific application. Subassembly failure critefia may
include| but-are not limited to, solder connections to the printed wiring board, compliant pin
leads, [adhesive, encapsulation, or underfill that materially affect device or subassembly

reliability
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7 Summary

The following details shall be specified in the applicable procurement document:

O O O T o

)
)
)
)
)

f)
g)

test service condition, for each test performed,;

electrical measurements;

sample size and accept number;

disposition of failures;

hermetic leak rate (if applicable);

description of mounted state test vehicle and fixture (if applicable),

des|

cription of device pre-test stress history (if applicable).
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Partie 10: Chocs mécaniques — Dispositif et sous-ensemble

AVANT-PROPQS
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L’IEC 60749-10 a été établie par le comité d’études 47 de I'lEC: Dispositifs a semiconducteurs.
Il s'agit d'une Norme internationale.

La présente norme se fonde sur le document JEDEC JESD22-B110. Elle est utilisée avec
l'autorisation du détenteur des droits d'auteur correspondants, la JEDEC Solid
Technology Association.
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) DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D’ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 10: Chocs mécaniques — Dispositif et sous-ensemble

1 Domaine d’application

La pré
sont agsemblés a des cartes a cablage imprimé pour étre utilisés dans des.(m
électriques. Cette méthode est destinée a déterminer la capacité des dispos
des solfis-ensembles a résister a des chocs d’'une sévérité modérée! | L'uti
de sou$-ensembles est un moyen de soumettre aux essais des dispositifs dans_)des cof
d’utilisgtion identiques a celles des dispositifs montés sur des cartes a .cablage in
Les chgocs mécaniques dus a I'application soudaine de forces ou a de brusques modifi
de déplacements au cours de manipulations, du transport ou du fonctiohnement sur le
peuvenit perturber les caractéristiques de fonctionnement, en pakticulier si les imp

eux qui
atériels
itifs et
lisation
ditions
nprime.
cations
terrain
ulsions

de cho¢ sont répétitives. Il s’agit ici d'un essai destructif (destiné a la qualification

des dispositifs.

2 Références normatives

Le prégent document ne contient aucune référence normative.

3 Termes et définitions

L'ISO gt I'lEC tiennent a jour des bases de données terminologiques destinées a étre utilisées

en normalisation, consultables aux adresses suivantes:

e |EC| Electropedia: disponible~a1'adresse http://www.electropedia.org/

e ISJ Online browsing platform: disponible a I'adresse http://www.iso.org/obp

31
compojsant
élémenit constitutif'd'un dispositif ou d'un sous-ensemble

Note 1 a|l'article:> Par exemple, les régions de source et de drain sont des composants de transistors, |

bs grilles

de conngxion(et Jes dés sont des composants de circuits intégrés encapsulés, les résistances et les circuitg intégrés

sont des|cofmposants de cartes de circuits imprimés, les cartes méres sont des composants d’ordinateurs, Ig

s écrans

LCD sont des composants de moniteurs, les composantes alternatives et continues de formes d’onde co

mplexes,

les boucles et les algorithmes sont des composants de programmes logiciels.

Note 2 a [I'article: La classification d’un élément comme dispositif ou composant dépend de I’
du propriétaire au moment de la classification.

3.2

orientation dead-bug

orientation broches vers le haut

orientation d’un boftier dont les broches sont face dessus

3.3
dispositif

intention

élément d'un équipement, mécanisme ou autre entité congue pour servir un but particulier ou

remplir une fonction particuliére
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Note 1 a l'article: Le terme "dispositif" est souvent utilisé comme forme abrégée pour un type ou plusieurs types
de dispositifs a semiconducteurs qui entrent dans le domaine d’application des documents correspondants.
Le contexte pourrait indiquer le contraire; par exemple dans la phrase "le dispositif utilisé pour maintenir le dispositif
en essai", le premier usage du mot "dispositif" fait référence a un mécanisme; le second a un dispositif
a semiconducteurs.

Note 2 a I'article: La classification d’'un élément comme dispositif ou composant dépend de [Iintention
du propriétaire au moment de la classification.

3.4

hauteur de chute équivalente

hauteur de chute libre de laquelle un objet au repos doit tomber, dans le vide, sous I'effet de
la pesanteur normalisée, pour atteindre une vitesse égale a la variation de vitesse indiquée
dans la spécification d’essai

Note 1 &| I'article: 1l s’agit de la hauteur théorique qui entraine la variation de vitesse spécifiée en cas|d’'impact
avec rebpnd nul. Cette hauteur est fournie, a titre de référence uniquement, dans les différentes.condjtions de
service.

3.5
état libre
état daps lequel un dispositif ou un sous-ensemble est solidement fixé a‘I'appareillage |[d’essai
de sorfe que la totalité du niveau de choc spécifié soit transmise ‘au corps du dispgsitif ou
du sous-ensemble

3.6
orientdtion live-bug

orientdtion broches vers le bas

orientation d’un boftier reposant sur ses broches

3.7
état monté
état daps lequel un sous-ensemble est supporté par un montage d’essai qui permet une|flexion
afin de[simuler les conditions d’utilisationet de telle maniére que la totalité du niveau de choc
spécifi¢ soit transmise au corps du sous-ensemble

3.8
accélération de créte
accélénation maximale pendant le déplacement dynamique de I’échantillon en essai

3.9
durée d'impulsion
Iq
intervalle de_temps entre I'instant ou I'accélération atteint pour la premiére fois 10 % |de son
niveau [de Créte spécifié et I'instant ou I'accélération revient pour la premiére fois g 10 %
du nivelau de créte spécifié aprés avoir atteint ce niveau de créte

Note 1 a l'article: La fréquence de base de I'impulsion est égale a 1/2 x ¢.

3.10
condition de service
désignation de la sévérité des contraintes

3.1

sous-ensemble

carte de circuit imprimé et dispositifs qui y sont montés constituant une unité ou un segment
de matériel électrique

Note 1 a I'article: Les dispositifs sont situés de préférence a proximité du centre de la carte de circuit imprimé.
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3.12

variation de vitesse

intégrale de l'intervalle d’accélération sur la durée de la totalité de I'événement de choc
comprenant au moins la durée d’impulsion

3.13
direction verticale
direction paralléle a la pesanteur, c’est-a-dire normale a la surface normalisée de la terre

4 Appareillage

L'appaleillage d’essai aux chocs doit étre capable d'appliquer au corps du dispositif
des impulsions de chocs présentant une accélération de créte allant jusqu’a 29)000 m/s2,
une variation de la vitesse de 1,00 m/s a 5,44 m/s et une durée d’impulsion cqgmprise
entre 0|3 ms et 8,0 ms. Pour les essais a [I'état libre, une variation(Cde la |vitesse
de 1,29 m/sa 5,44 m/s et une durée d’impulsion comprise entre 0,3'ms et (2,0 ms
sont suffisantes. A I'inverse, pour les essais a I'état monté, un appareillage capable d’agpliquer
au corps du dispositif une variation de la vitesse de 1,00 m/s a, 544 m/s et ung durée
d’impulsion comprise entre 5,0 ms et 8,0 ms est suffisant.

L’'impulsion d’accélération doit avoir une forme semi-sinusoidalé avec un écart admissible
par rapport a l'accélération de créte spécifiée inférieur ou-égal a + 10 %. La variation de
la vitespe d’essai doit étre égale a £+ 10 % du niveau spécifié. La durée de I'impulsion doit étre
mesurée entre les points a 10 % de l'accélération de.Créte pendant le temps de moptée et
a 10 %| de l'accélération de créte pendant le temps ‘de descente. Les tolérances alpsolues
de la dyirée d’impulsion doivent étre égales a £+ 15% de la durée spécifiée. Le transgucteur
de I’éq;Eipement d’essai doit avoir une fréquence “‘naturelle supérieure a 5 fois la fréquence

de I'impulsion de choc a établir. Il doit étre mesuréa travers un filtre passe-bas ayant ung bande
passanfe supérieure a 5 fois la fréquence de Kimpulsion de choc a établir. Le filtrage ne doit pas
remplager un bon montage de mesures etcde bonnes pratiques de procédure.

Un étalonnage approprié de I’équipement doit étre envisagé avant tout essai afin de s’assurer
de la gonformité aux objectifs spécifiés et aux tolérances acceptables. Il est reconjmandé
de résdrver un ensemble d'unités réputées bonnes pour I'exercice d’étalonnage prgalable
aux esgais, chaque fois que~de nouveaux échantillons doivent étre soumis a| essai.
Si des pssais d’étalonnage. sont effectués régulierement, une maintenance préyventive
périodique suffit normalement pour que I’équipement satisfasse a I'objectif et aux|limites
de toléfance.

5 Procédure

5.1 l]IIontage de l'appareillage

L'appareillage d’essai aux chocs doit étre fixé sur une table de laboratoire robuste, ou sur
un support équivalent, et avec une mise a niveau avant utilisation. Des moyens doivent étre
prévus pour empécher la répétition du choc par "retour" dans 'appareillage. A I’état libre, sauf
spécification contraire, le dispositif ou le sous-ensemble doit étre soumis a un total de 30 chocs,
soit cing impulsions de chocs a 'accélération de créte, a la variation de vitesse et a la durée
d’impulsion spécifiées dans la condition de service choisie (voir Tableau 1) dans les deux sens,
positif et négatif, sur les trois axes orthogonaux (X, Y et Z). Si les essais aux chocs sont exigés
a I'état monté, le sous-ensemble doit étre soumis a un total de 12 chocs, soit deux impulsions
de chocs a I'accélération de créte, a la variation de vitesse et a la durée d’impulsion spécifiées
dans la condition de service choisie (voir Tableau 2) dans les deux sens, positif et négatif, sur
les trois axes orthogonaux (X, Y et Z). La Figure 1 et la Figure 2 définissent I'orientation
du dispositif, ainsi que les sens positif et négatif pour les trois axes orthogonaux.

Les valeurs associées aux conditions de service du Tableau 1 et du Tableau 2 sont liées par
les équations suivantes:
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2A¢
Av = P
/4

~0,5(Av)”

9,81
désigne la variation de la vitesse, Qfl,q’
désigne le niveau d'accélération (de créte), Q
désigne la durée d’impulsion, N

de

5igne la hauteur de chute équivalente. Q/\

Pivoter de 180° sur 'axe des x pour passer de I’orientatiQ/C)
live-bug a l'orientation dead-bug. S\\

o

ag&'e 1 — Orientation live-bug avec les billes de brasage
O u dispositif dirigées vers le bas a I’état libre ou monté

| Tz;f"r 77

Figure 2 — Orientation dead-bug avec les billes de brasage
du dispositif dirigées vers le haut a I’état libre ou monté

IEC


https://iecnorm.com/api/?name=f2b73c4072ed77b92b05cfcc9959955a

	English
	CONTENTS
	FOREWORD
	1 Scope
	2 Normative references
	3 Terms and definitions
	4 Apparatus
	5 Procedure
	5.1 Apparatus set-up
	5.2 Device or subassembly in free-state
	5.3 Subassembly in mounted state
	5.4 Measurements

	6 Failure criteria
	7 Summary
	Bibliography
	Figure 1 – Live-bug orientation with solder spheres of device facingdownward in either free or mounted state
	Figure 2 – Dead-bug orientation with solder spheres of devicefacing upward in either free or mounted state
	Table 1 – Device or subassembly free state test levels
	Table 2 – Subassembly mounted state test levels

	Français
	SOMMAIRE
	AVANT-PROPOS
	1 Domaine d’application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Appareillage
	5 Procédure
	5.1 Montage de l'appareillage
	5.2 Dispositif ou sous-ensemble à l’état libre
	5.3 Sous-ensemble à l'état monté
	5.4 Mesures

	6 Critères de défaillance
	7 Résumé
	Bibliographie
	Figure 1 – Orientation live-bug avec les billes de brasage du dispositif dirigées vers le bas à l’état libre ou monté
	Figure 2 – Orientation dead-bug avec les billes de brasage du dispositif dirigées vers le haut à l’état libre ou monté
	Tableau 1 – Niveaux d’essai du dispositif ou du sous-ensemble à l’état libre
	Tableau 2 – Niveaux d’essai du sous-ensemble à l’état monté




